Prosty proces metalizacji trojwymiarowych detali

elektronicznych

Laser & Electronics

Wraz z wprowadzeniem na rynek ProtoPlate LDS, firma LPKF zapetnia luke
technologiczng w zakresie tworzenia prototypow trédjwymiarowych
elementéw elektronicznych. Technologia LDS zostata bardzo silnie
rozwinieta na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dzieki zastosowaniu procesu
LDS, detale z potaczeniami elektrycznymi sgq wytwarzane z prostych
komponentow plastikowych, a pokrycie ProtoPaint LDS umozliwia
poddanie ich dalszej obrdébce za pomocg lasera. Systemy laserowe
Fusion3D, opracowane przez firme LPKF, wykonujq strukture obwodu
drukowanego na powierzchni detalu. Nowa technologia metalizacji
ProtoPlate znaczgco redukuje czas tego etapu obrdébki. Ulepszenie to
umozliwia teraz opracowywanie prototypdéw trojwymiarowych urzadzen z
pofaczeniami na miejscu, w zaktadzie, bez koniecznosci posiadania
rozlegtej wiedzy z dziedziny chemii.

Sam proces metalizacji nie wymaga przeptywu pradu. Podstawowy zestaw
LPKF ProtoPlate LDS skiada sie ze zlewki, miksera magnetycznego,
termometru, pochtaniacza oraz uktadu wyciggu. Natomiast odczynniki
chemiczne, ktére sg niezbedne dla przeprowadzenia procesu pokrycia
powierzchni miedzig, sq dostarczane w zestawie LPKF ProtoPlate CU. Caty
zestaw (zawierajacy zardéwno LPKF ProtoPlate LDS, jak i cze$¢ LPKF
ProtoPlate CU) zostat opracowany we wspotpracy z firmg Enthone GmbH
(Niemcy). ; 12

Istota procesu ProtoPlate LDS jest
bardzo prosta. Najpierw roztwor
odczynnika na bazie miedzi jest
przenoszony do zlewki. Nastepnie
ma miejsce jego podgrzanie do
temperatury docelowej. Kolejnym
krokiem jest tworzenie $ciezek
miedzianych w miejscach
naswietlonych przez promien lasera
podczas kapieli. Proces rozpoczyna
sie po dodaniu kilku mililitréw
aktywatora do kagpieli. Od momentu
aktywacji, kagpiel jest zdatna do
uzycia od jednej do dwdch godzin.

Nastepny etap, to zanurzenie czystych, poddanych strukturyzacji
laserowej komponentéw plastikowych w kapieli. Proces metalizacji
zaczyna sie po kilku minutach. W zaleznosci od czasu jego trwania,
rownomierne warstwy miedzi powstajg z predkoscig pokrywania



wynoszacg od 3 do 10 um. Po uzyskaniu pozadanej grubosci warstwy,
komponenty LDS s wyjmowane i optukiwane. Informacje dotyczace
wymaganej dtugosci trwania takiego procesu sg dotaczane do zestawu.
Zuzyty roztwdr moze zostac zlany do pierwotnego kanistra.

Podsumowujac krotko idee przyswiecajgcg opracowaniu nowego sposobu
metalizacji, mozna by ujac¢ jg nastepujgco:

LPKF ProtoPlate LDS umozliwia tworzenie prototypow
trojwymiarowych detali z polaczeniami elektrycznymi w sposob
prosty i bezpieczny.

Dr Wolfgang John, Dyrektor dziatu rozwoju procesu LDS, zauwaza, ze:

~Metalizacja ProtoPlate jest bezpieczna i co wazne nie wymaga posiadania
wiedzy z zakresu chemii. Czas dotarcia nowego produktu na rynek jest
zredukowany do minimum. Poziom kosztow zostat réwniez znaczgco
zmniejszony. Skutkuje to tym, Ze caly proces tworzenia prototypdéw
przebiega odtad szybciej i jest prostszy niz kiedykolwiek przedtem.”

Zestawy LPKF ProtoPlate LDS oraz ProtoPlate CU zostaty zaprezentowane
po raz pierwszy podczas targdw Productronica 2011. Produkty te bedq
dostepne od pierwszego kwartatu 2012 roku.
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